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Ausgangslage

Indien gewinnt als Standort fiir die Elektronikfertigung zunehmend an Bedeutung. Steigende
Investitionen, staatliche Férderprogramme und geopolitische Entwicklungen fiihren dazu, dass
das Land immer haufiger als zuklnftige Alternative oder Erganzung zu China betrachtet wird.
Gleichzeitig wird die tatsachliche Leistungsféahigkeit des indischen Elektroniksektors haufig
pauschal bewertet — obwohl sich die einzelnen Bereiche der Wertschopfung sehr unterschiedlich
entwickelt haben.

Fir eine realistische Einschatzung mussen drei Bereiche getrennt betrachtet werden: die
Fertigung von Leiterplatten (PCB), die Baugruppenfertigung (PCBA/EMS) sowie die Beschaffung
elektronischer Bauteile. Jeder dieser Bereiche verfligt tiber eigene Marktstrukturen,
Investitionszyklen und Entwicklungssténde.

Dieses White Paper analysiert den Status quo dieser drei Segmente auf Basis des Marktstands
im Juli 2026. Darliber hinaus werden die absehbaren Entwicklungen der kommenden zwei bis
drei Jahre sowie deren Auswirkungen auf europaische OEMs und deren Beschaffungsstrategien
eingeordnet. AbschlieRend wird bewertet, welche Rolle Indien kinftig innerhalb globaler
Elektroniklieferketten tbernehmen kann — und welche Chancen und Herausforderungen sich
daraus fiir den Industriestandort Europa ergeben.

Teil 1. PCB-Herstellung — die Leiterplatte selbst
Stand Juli 2026

Die indische Leiterplattenindustrie befindet sich in einer Phase des Kapazitatsaufbaus. Neue
Investitionen und staatliche Forderprogramme starken den Ausbau lokaler Fertigung, wobei
der Schwerpunkt derzeit noch Giberwiegend auf Standard- und mittleren
Technologiesegmenten liegt [1][2].

Technologisch bleibt die Fertigung Uberwiegend im Standardsegment: 4- bis 8-lagige Boards
mit mittleren Toleranzen sind heute die Regel. AT&S India (Nanjangud) stellt mit HDI-
Fertigung flr IC-Substrate eine der wenigen technologischen Ausnahmen dar. Flir komplexe
Anwendungen wie gestapelte Mikro-Vias, hohe Lagenzahlen (14+) und Flex-Rigid-
Leiterplatten sind viele indische Anbieter weiterhin auf internationale Lieferketten mit
Partnern aus Taiwan oder China angewiesen [1][7].

Ausblick

Die Investitionsrichtung ist klar erkennbar, die technologische Entwicklung benétigt jedoch
Zeit. Neue Fertigungslinien missen qualifiziert, Prozesse fiir hdhere Komplexitat aufgebaut
und qualifizierte Fachkréfte entwickelt werden. Eine schrittweise Erweiterung in Richtung
10- bis 12-Lagen-Technologien erscheint in den kommenden zwei bis drei Jahren realistisch.
Ein flachendeckendes Erreichen des heutigen chinesischen HDI-Niveaus ist dagegen
mittelfristig noch nicht absehbar.



Teil 2: Baugruppenfertigung (EMS) — Bestlickung und Montage
Stand Juli 2026

Die Baugruppenfertigung z&hlt zu den am weitesten entwickelten Bereichen der indischen
Elektronikindustrie. Neben internationalen EMS-Unternehmen hat sich eine breite Schicht
spezialisierter indischer Anbieter etabliert, die von den staatlichen Férderprogrammen und
der zunehmenden Verlagerung globaler Elektronikproduktion profitieren [3].

Zu den bedeutenden indischen EMS-Anbietern gehtren unter anderem Dixon Technologies
(breit diversifiziert, insbesondere im Bereich Consumer Electronics), Syrma SGS (unter
anderem Medizintechnik, Automotive und RFID), Avalon Technologies (integrierte
Fertigung einschlieRlich Kabelkonfektion und Box-Build) sowie Kaynes Technologies
(zunehmend mit ODM- und Entwicklungsleistungen) [3].

Von der reinen Montage zum Design-Partner

Parallel zum Kapazitatsausbau entwickeln sich einige Unternehmen vom klassischen
Auftragsfertiger hin zu integrierten Elektronikpartnern mit erweiterten Kompetenzen in
Entwicklung, Design, Engineering und Komponentenintegration. Dieser Wandel wird durch
staatliche Programme zur Erhdhung der lokalen Wertschopfung unterstitzt [4].

Ausblick

Bei der Baugruppenfertigung ist die Entwicklung am weitesten fortgeschritten.
Produktionskapazitdten wurden erweitert, internationale Kundenbeziehungen aufgebaut und
die Skalierung bestehender Standorte schreitet weiter voran. Fir Standardprodukte im
Konsumguterbereich (Smartphones, TV-Geréte oder Haushaltsgerate) hat sich Indien bereits
heute als etablierter und wachsender Fertigungsstandort positioniert.

Anders stellt sich die Situation bei hochkomplexen, kleinserienorientierten oder stark
regulierten Anwendungen dar. In Bereichen wie Medizintechnik, Automotive-Safety,
Industrieelektronik, Luft- und Raumfahrt sowie anspruchsvoller Leistungselektronik zéhlen
Deutschland und andere europdische Fertigungsstandorte aufgrund ihrer langjahrigen
Erfahrung, hohen Qualitatsstandards und ausgeprégten Engineering-Kompetenz weiterhin zu
den international filhrenden Regionen. Umfangreiche Zertifizierungen, ausgereifte
Qualitatsmanagementsysteme sowie eine hohe Prozess- und Entwicklungskompetenz bilden
hier einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil.

Indien baut seine Fahigkeiten in diesen Marktsegmenten zwar kontinuierlich aus, ein breiter
Nachweis vergleichbarer Kompetenzen tber eine gréRere Zahl von EMS-Anbietern hinweg
steht derzeit jedoch noch aus. Einzelne Unternehmen wie Syrma SGS zeigen bereits, dass
entsprechende Technologien und Fertigungskompetenzen vorhanden sind.



Teil 3: Materialbeschaffung — die eigentliche Schwachstelle
Stand Juli 2026

Waéhrend die Kapazitaten in der Baugruppenfertigung und teilweise auch in der
Leiterplattenproduktion deutlich ausgebaut werden, bleibt die lokale Verfugbarkeit
elektronischer Komponenten eine der gréRten Herausforderungen fiir den indischen
Elektronikstandort. Ein erheblicher Anteil wichtiger Bauteile und Vorprodukte wird
weiterhin aus internationalen Lieferketten bezogen, insbesondere aus China und Taiwan

[51[6][7]

Die Regierung hat diese Abhangigkeit erkannt und fordert den Aufbau einer lokalen
Komponentenindustrie. Rund 75 Bauteil-Fertigungsprojekte befinden sich aktuell in
Umsetzung, weitere Projekte fir die kommenden Jahre wurden angekiindigt. Das Spektrum
reicht von passiven SMD-Komponenten (iber Steckverbinder bis hin zu Batteriezellen [4][6].

Ausblick

Von den drei betrachteten Bereichen ist die Materialbeschaffung der Bereich mit dem gréi3ten
Aufholbedarf. Gleichzeitig begrenzt sie die Mdglichkeit, eine vollstdndig unabhangige
Elektronik-Wertschopfungskette innerhalb Indiens aufzubauen.

Auch bei einer vollstdndig in Indien montierten Baugruppe bleiben viele Hersteller auf
absehbare Zeit auf internationale Zulieferstrukturen fiir Komponenten und Materialien
angewiesen. Eine Verlagerung der Montage nach Indien bedeutet daher nicht automatisch
eine vollstandige Unabhangigkeit von asiatischen Lieferketten.

Der Aufbau einer starker lokalisierten Komponentenindustrie ist ein mehrjéhriger
Entwicklungsprozess. Die indische Regierung verfolgt dabei einen schrittweisen
Lokalisierungspfad und keine kurzfristige vollstandige Ersetzung bestehender globaler
Lieferketten.

Gesamtbild: Drei Geschwindigkeiten

Status Bewertung Juli 2026

Baugruppenfertigung = Weit fortgeschritten und wirtschaftlich tragfahig, insbesondere fur
Konsumelektronik. Die Kompetenz fiir komplexere und zertifizierungsintensive
Produkte wéchst, befindet sich jedoch noch im Aufbau.

PCB-Fertigung Solide Basis im Standardsegment (4—8 Lagen) mit zunehmenden Investitionen
in hohere Technologien. HDI, komplexe Multilayer und Flex-Rigid-Anwendungen
bleiben 2026 jedoch noch Ausnahmebereiche.

Materialbeschaffung Hohe strukturelle Abhangigkeit von internationalen Lieferketten, insbesondere
bei Halbleitern, Laminaten und Spezialmaterialien. Eine deutliche Reduzierung
dieser Abhéngigkeiten ist ein langfristiger Entwicklungsprozess.



Einschatzung —Was das fir die Beschaffungspraxis bedeutet

Eine pauschale Verlagerung der Elektronikfertigung ,nach Indien” stellt derzeit fiir keinen der drei
Wertschopfungsbereiche eine vollstandige 1:1-Alternative zu bestehenden China-Strukturen dar.

Insbesondere bei der Baugruppenfertigung kann Indien bereits heute eine strategisch relevante
Erganzung innerhalb globaler Fertigungsnetzwerke sein. Bei Leiterplatten und Komponenten bleibt
die Abhangigkeit von etablierten asiatischen Lieferketten jedoch bestehen.

Unternehmen, die Fertigung nach Indien verlagern, reduzieren daher nicht automatisch samtliche
Abhangigkeiten. Haufig verandert sich vielmehr die Struktur der Lieferkette: Die Montage erfolgt
lokal, wahrend kritische Vorprodukte und Komponenten weiterhin aus bestehenden globalen Quellen
bezogen werden

Was bedeutet das fur Europa?

Fir europaische Unternehmen entsteht daraus eine strategische Doppelaufgabe: Einerseits
werden weitere Fertigungsstandorte in Asien — darunter zunehmend auch Indien — als Teil einer
Risikodiversifizierung aufgebaut. Andererseits wéchst die Bedeutung einer eigenen
europaischen Elektronik-Infrastruktur, um kritische Abhéngigkeiten langfristig zu reduzieren.

Diese beiden Entwicklungen stehen nicht im Widerspruch zueinander. Moderne Lieferketten
werden klnftig starker auf mehreren Standorten, regionalen Fahigkeiten und unterschiedlichen
Absicherungsmechanismen basieren.

Trend 1: Weitere Diversifizierung nach Asien

Die ,China+1“-Strategie, die Indien als Fertigungsstandort starkt, beeinflusst auch européische
Beschaffungsentscheidungen. Wo bislang haufig ausschliel3lich China betrachtet wurde, prifen
Unternehmen zunehmend Indien, Vietnam und weitere siidostasiatische Lander als zuséatzliche
Produktionsstandorte. Dabei geht es in der Regel nicht um einen vollstandigen Ersatz Chinas,
sondern um eine breitere Verteilung von Produktionsrisiken und eine hohere
Versorgungssicherheit durch zusatzliche Fertigungsoptionen.

Komplexitat statt Stickzahl

Gleichzeitig bleibt der asiatische EMS-Markt vor allem auf hohe Stiickzahlen und
kostenorientierte Elektronikfertigung ausgerichtet. Fiir komplexe, regulierte oder variantenreiche
Produkte prifen viele européische OEMs zunehmend Fertigungspartner innerhalb Europas.
Welche Produktgruppen davon besonders betroffen sind, wird im folgenden Abschnitt ndher
erlautert.

Trend 2: Aufbau einer europdaischen Elektronik-Infrastruktur

Parallel zur Diversifizierung auRerhalb Europas gewinnt der Aufbau eigener technologischer
Fahigkeiten an Bedeutung. Ziel ist dabei nicht eine vollstandige Autarkie, sondern eine héhere
strategische Handlungsfahigkeit durch Schliisselkompetenzen innerhalb Europas [8][9].



Der Ansatz lasst sich mit dem Prinzip ,Sovereignty through Indispensability“ beschreiben:
Europa muss nicht jede Technologie vollstandig selbst herstellen, benétigt aber ausreichend
eigene Fahigkeiten und Wertschopfungsanteile, um in kritischen Bereichen unabhéngig
entscheiden und handeln zu kénnen [10].

Welche Baugruppen davon konkret betroffen sind

Zwei Kategorien erfordern eine besondere Betrachtung — insbesondere dort, wo
Standortentscheidungen nicht allein Uber Stlckkosten oder Produktionsvolumen getroffen
werden kénnen.

Hochsensible Baugruppen: unabhangig von der LosgrofRe

Fur Baugruppen in der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie im sicherheitsrelevanten
Automotive-Bereich (beispielsweise Bremssysteme, Airbag-Steuerungen oder ADAS-
Komponenten) sprechen mehrere Faktoren fiir eine europaische Fertigung:

e Zulassungs- und Zertifizierungsanforderungen: Anderungen am Fertigungsstandort
oder an qualitétsrelevanten Prozessen kénnen bei MDR-, DO-160- oder 1ISO-26262-
relevanten Produkten umfangreiche Requalifizierungen erforderlich machen.

e Haftung und Riickverfolgbarkeit: Bei sicherheitskritischen Produkten ist eine
vollstindige Dokumentation von Material, Fertigungsprozessen und Verantwortlichkeiten
Uber den gesamten Lebenszyklus erforderlich.

e Geopolitisches Risiko: Kritische Produkte sollten nicht ausschlief3lich von politischen
Entscheidungen, Exportkontrollen oder Handelsbeschrankungen einzelner Drittstaaten
abhangig sein.

e Schutz geistigen Eigentums: Besonders in Verteidigung, Luftfahrt und technologisch
sensiblen Bereichen ist der Schutz von Entwicklungsdaten und Fertigungs-Know-how ein
wesentlicher Standortfaktor.

Bei diesen Anwendungen ist eine européische Fertigung daher h&aufig unabhéngig von Losgrofe
oder Produktionsvolumen sinnvoll. Entscheidend sind nicht primé&r Stiickkosten, sondern
Faktoren wie Sicherheit, Compliance, Kontrolle und langfristige Lieferfahigkeit

Standard-Baugruppen in kleinen bis mittleren LosgrofRen: Standortfrage
anders bewerten

Auch auBerhalb sicherheitskritischer Anwendungen gibt es eine zweite Kategorie, bei der
europaische Fertigungsstandorte zunehmend Vorteile bieten konnen: kleine bis mittlere
LosgroRen mit haufigen Anderungen, hoher Variantenvielfalt oder unsicherer
Bedarfsplanung.

Bei diesen Produkten wirken sich mehrere Faktoren aus:

 Lieferzeiten und Mindestbestellmengen: Lange Transportwege und grofiere
Vorlaufzeiten passen haufig nicht zu volatiler Nachfrage oder kurzfristigen
Anpassungen.



« Anderungsmanagement: Anpassungen an Stiicklisten, Designs oder
Fertigungsprozessen verursachen Uber groRRe Entfernungen und mehrere Zeitzonen
hinweg zusatzlichen Koordinationsaufwand.

« Gesamtkostenbetrachtung: Bei kleineren Stiickzahlen relativiert sich ein moglicher
Lohnkostenvorteil. Gleichzeitig gewinnen Faktoren wie Logistik, Zoll, Kapitalbindung,
Bestande und operative Flexibilitt an Bedeutung.

Zusatzliche regulatorische Treiber

Neben wirtschaftlichen Faktoren erhéhen neue européische VVorgaben die Bedeutung
transparenter und nachvollziehbarer Lieferketten. Der Digital Product Passport im Rahmen
der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) erfordert kiinftig umfangreiche
Produkt- und Nachhaltigkeitsinformationen Gber den Lebenszyklus eines Produkts [12].

Der Cyber Resilience Act (CRA) fihrt fur vernetzte Produkte zusatzliche Anforderungen an
Cybersicherheit, Schwachstellenmanagement und Dokumentation ein. Hersteller miissen ab
dem 11. September 2026 Meldepflichten fir aktiv ausgenutzte Schwachstellen erfillen; die
vollstdndigen Anforderungen einschlie3lich CE-Kennzeichnung gelten ab Dezember 2027
[13].

Parallel verlangt die NIS2-Richtlinie von betroffenen Unternehmen eine starkere
Absicherung ihrer Lieferketten und eine Bewertung von Risiken bei kritischen Zulieferern
[14]. Fir Baugruppen mit Firmware oder Konnektivitat wird eine nachvollziehbare,
auditierbare Lieferkette damit zunehmend zu einem wichtigen Auswahlkriterium.

Einschatzung — Fazit

Indien verandert die globale Landkarte der Elektronikfertigung — jedoch nicht in allen Bereichen mit
gleicher Geschwindigkeit. Die gré3ten Fortschritte zeigen sich derzeit bei der Baugruppenfertigung,
wahrend Materialabhangigkeiten und bestimmte Schllsseltechnologien weiterhin eine zentrale
Herausforderung bleiben.

Europa reagiert darauf nicht mit einem Riickzug aus asiatischen Fertigungsregionen, sondern mit
einer Doppelstrategie: einer weiteren Diversifizierung der Lieferketten au3erhalb Europas und dem
gleichzeitigen Aufbau gréRerer Resilienz sowie technologischer Fahigkeiten innerhalb Europas.
Diese beiden Entwicklungen erganzen sich und verfolgen dasselbe Ziel: die Verringerung kritischer
Abhéangigkeiten und eine héhere Versorgungssicherheit.

Fur viele Standardprodukte mit hohen Stiickzahlen bleiben asiatische Fertigungsstandorte auch
kunftig wirtschaftlich sinnvoll. Bei sicherheitsrelevanten Baugruppen sowie bei kleinen bis mittleren
LosgroRen mit hoher Variantenvielfalt gewinnen europaische Standorte dagegen zunehmend an
strategischer Bedeutung. Entscheidend sind dabei weniger reine Stiickkosten als Faktoren wie
Zertifizierung, Ruckverfolgbarkeit, Reaktionsfahigkeit, regulatorische Anforderungen und die
Gesamtkosten Uber den gesamten Produktlebenszyklus.

Fir die Praxis bedeutet dies: PCB-Fertigung, Baugruppenfertigung und Materialbeschaffung sollten
getrennt bewertet werden. Ebenso sollten die kurzfristige Beschaffungsentscheidung (,Wo lasse ich
heute fertigen?*) und die langfristige Standortstrategie (,Wie erhéhe ich die Resilienz meiner
Lieferkette?) nicht miteinander vermischt werden. Pauschale Standortentscheidungen fiir das
gesamte Elektronikportfolio werden der Entwicklung im Jahr 2026 nicht mehr gerecht.




Auch fur Europa selbst relevant

Die gleiche Diversifizierungslogik gilt innerhalb Europas. Auch européische Unternehmen priifen
zunehmend mehrere Fertigungsstandorte innerhalb der Region, um Abhéngigkeiten zu
reduzieren und Lieferketten robuster aufzustellen.

Neben etablierten Industriestandorten in Westeuropa gewinnen insbesondere Lander in Mittel-
und Osteuropa an Bedeutung. EMS-Standorte in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumanien und
Bulgarien verfiigen tiber gewachsene industrielle Strukturen, qualifizierte Fachkrafte und
wettbewerbsfahige Rahmenbedingungen.

Dabei geht es nicht um eine reine Verlagerung in kostenglinstigere Regionen, sondern um die
strategische Erganzung bestehender Fertigungsnetzwerke. Faktoren wie Kundennéhe, kurze
Transportwege, regulatorische Sicherheit, direkte Kommunikation und schnelle
Reaktionsfahigkeit gewinnen insbesondere bei komplexeren Baugruppen sowie kleinen und
mittleren Losgrdélien zunehmend an Bedeutung.

Eine robuste europdische Lieferkette wird daher kiinftig weniger durch einen einzelnen
Fertigungsstandort definiert, sondern durch ein ausgewogenes Netzwerk aus regionalen EMS-
Partnern, internationalen Zweitquellen und strategisch ausgewahlten Produktionsstandorten.

Weiterfuhrende Publikationen

Eine vertiefende Betrachtung der strategischen Verlagerung von
Elektronikfertigungsauftrdgen und der Bedeutung européischer Fertigungsstandorte wurde in
der Fachzeitschrift EPP — Elektronik Produktion & Priftechnik vertffentlicht:

,Elektronikfertigungsaufirdge strategisch verlagern*
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Alle Quellen sind frei zuganglich, ohne Bezahlschranke, Abo oder Registrierpflicht (Stand: Juli
2026).
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Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Analysen und Empfehlungen wurden mit
grofter Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Sie dienen ausschliellich allgemeinen
Informationszwecken im B2B-Kontext und stellen keine Rechts-, Steuer-, technische oder
betriebswirtschaftliche Beratung dar, die auf eine spezifische Situation zugeschnitten ist. Die
Inhalte dieses Dokuments kénnen und sollen eine individuelle, qualifizierte Fachberatung oder
wirtschaftliche Machbarkeitsstudien nicht ersetzen. Alle genannten Markt-, Statistik- und
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Gesetzesanderungen. Ausschlielich die offiziellen Gesetzestexte und behérdlichen
Publikationen sind rechtsverbindlich.
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unternommen wurden, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu gewahrleisten,
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auf oder der praktischen Umsetzung von Informationen, Strategien, Empfehlungen oder
Bewertungskriterien dieses White Papers entstehen.

Urheberrecht und Weitergabe: Dieses Dokument darf in seiner urspriinglichen, unveranderten
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Urheberbezeichnung der EMS Strategy Group bleibt jederzeit erhalten.
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